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产 品 规 格 书

Data Sheet

产品名称： 贴片式发光二极管

产品型号： 0402-0.4T 白灯

客 户：

客户料号：

版 本 号：

日 期： 2015-3-1
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 特征：

1. 发光颜色：白光

2. 透镜外观：透明；

3. 单色；

4. 1.0×0.5×0.42mm(0402)标准封装；

5. 适合所有表面贴装方法；

6. 可用于红外或气相焊接复合工艺；

7. 可用于贴片机贴片；

8. 该产品不包含禁用物质，符合

ROHS标准。

 应用：

1. 汽车：仪表盘、刹车灯、转向灯；

2. 背光：LCD屏、键盘、广告键盘；

3. 状态指示：消费或工业电子器件；

4. 其他使用场合。

 最大额定值（Ta=25℃）

参数 符号 额定值 单位

功耗 Pd 16 mW
正向电流 IF 20 mA

峰值正向电流*1 IFP 100 mA
反向电压 VR 5 V
运行温度 Topr -40℃~85℃ -
存储温度 Tstg -40℃~85℃ -
焊接温度 Tsol See Page 6 -

*1 Condition for IFp is pulse of 1/10 duty and 0.1msec with

 电学和光学特性(Ta=25℃)
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

电压 Vf 2.4 2.8 3.0 V
发光强度 Iv 160 240 mcd
反向电流 IR 0
色温 6500 --- 7000 K

主波长 位d
nm
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 编带与包装规格（单位：毫米）

 包装方式（单位：毫米）真空包装

Intensity bin limits（at 5mA）

BIN CODE Min.(mcd) Max.(mcd)
K 140 160
L 160 180
M 180 200
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N 200 220

Tolerance for each bin limit is

VFbin limits（at 5mA）
BIN CODE Min.(v) Max.(v)

E 2.4 2.6
F 2.6 2.8
G 2.8 3.0
H 3.0 3.2

Tolerance for each bin limit is

 Bin: X X X

 可靠性测试

类别 测试项目 参考标准 测试条件
测试
结果

耐受性测试

运行寿命
MIL-STD-750D:1026

MIL-STD-883D:1005

JIS-C-7021：B-1

电源：If=5mA
温度： 室温

测试时间 1000小时

0/20

高温高湿存储
MIL-STD-202F:103B

JIS-C-7021：B-10

温度：

湿度：90%-95%
测试时间 240小时

0/20

高温存储
MIL-STD-883:1008

JIS-C-7021：B-10

高温：

测试时间 1000小时
0/20

低温存储 JIS-C-7021：B-11
低温：

测试时间 1000小时
0/20

环境测试

温度循环 30min 5min 30min 5min
测试次数：10个循环

0/20

温度急增
-40℃±5℃~-85℃±5℃
20min 20min

测试次数：10个循环

0/20

耐焊性
预热：

运行温度：最大 260℃，最长十分钟以内
0/20

测量应该在测试片完成每次测试后放回常温环境之后的两小时内进行。

 焊接

1. 手工焊接

烙铁尖端的温度应该大于 280℃（572℉），每次焊接三秒后应观察

2. 回流焊

预热温度：140℃~160℃±5℃，小于 2分钟

操作温度：最大 260℃，最多小于 10秒

VF BIN CODE
Color BIN CODE
Intensity BIN CODE
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逐渐冷却，避免急速冷却

3. 浸焊（波峰焊）

预热温度：120℃~150℃±5℃，时间 120秒至 180秒之间

操作温度：245℃±5℃，小于 5秒，最高温度 260℃

逐渐冷却，避免急速冷却

 处理方式

避免将 LED的环氧树脂部分露在高温环境中。

避免尖锐的沙砾或金属物质摩擦环氧树脂。

 设计提示

在电路中使用限流电阻使 Led在额定范围内驱动，同时确保在通断电路时不会出现瞬时

电压过载。

在使用脉冲驱动时，必须确保平均电流在额定范围内，同时在电路设计时注意关闭 Led

时的反向电势。

 仓储

为防止受潮，开封后应尽快焊接，

如果尚未开封，存储环境要求如下：

(1) 温度：5℃-30℃（41℉）湿度：≤RH60%

(2) 开封后如使用红外回流、气相回流或者类似方法焊接时，应注意以下方面：
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a. 应在 168小时内完成

b. 存储湿度＜50%RH

(3) 如果不满足 a、b条件元器件在焊接前应进行烘烤。

(4) 必须以 60℃±3℃烘烤 48小时，

 产品包装及标签

（1） 包装：产品包装袋内涵 3000pcs(一个料带卷)，并每个包装袋都贴有相应标签。

（2） 标签：


